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The size of the global market of Fan-Out-Panel-Level Packages is expected to expand rapidly. 

- The size of the market will expand to several billion US dollars in several years in value. 

- The size of the market will expand to several billion pieces in several years in volume.  

- The size of the market will expand to several million SQMs in several years in volume. 

 

         a Remark: The size of the market in value excludes IC chips. 

 

Samsung Group has already been producing the FO-PLPs on a large scale. After massive investments in production facilities, Powertech Technology 

Inc. will start FO-PLP production in the first half of 2021. 

 

Considering the rapid growth of the market, JMS has prepared a research report on marketing and technological trends in the global FO-PLP industry. 

 

The report covers not only the FO-PLPs themselves but also materials for them. When you see tables on 

FO-PLP specifications in the report, you will find what kinds of materials are adopted in what parts of the FO-

PLPs. THESE ARE EXTREMELY DETAILED SPECIFICATION TABLES COVERING MANY OTHER ITEMS SUCH 

AS ENCAPSULANT PRODUCT NAME AND RDL DIELECTRIC LAYER THICKNESS AND SO ON. 

 

世界ファン・アウト・パネル・レベル・パッケージ市場は急拡大をする事が見込まれる。 

- 当該市場の金額的規模は数年以内に数十億ドルに達する事が予測される。 

- 当該市場の数量的規模は数年以内に数十億個に達する事が予測される。 

- 当該市場の数量的規模は数年以内に数百万平米に達する事が予測される。 

 

    ※当該市場の金額的規模には、ICチップを含まない。 

 

サムスングループは既に FO-PLPの量産を行ってきている。大規模な設備投資を行ったパワーテックテクノロジーは、2021 年前半に FO-PLP の生産を開始する。 

 

JMSでは、当該市場の急拡大に伴い、FO-PLP産業に於ける技術・市場動向を纏めた調査報告書を作成した。 

 

本報告書は、FO-PLP 自体以外にも、それらに使用される材料についても掲載を行っている。報告書中の FO-PLP 仕様に関する表をご覧

頂ければ、FO-PLP のどの部分にどの様な材料が採用されているかお分かり頂ける。IC の種類別に作成した仕様表には、パッケージの寸法

並びに厚み等はもとより、封止材の型番、再配線層材料の型番等、極めて極めて詳細な情報が記載されている。 
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Email:                                                                                                                               

Total Cost:                                                                                                                      JPY 

AN ENGLISH VERSION (560,000 JPY) <Shipping & Handling Costs Included> ↑Please print or type the price.↑ 

<Payment by Credit Card> 

Card Type:                                                                                                                            

Card Number:                                                                                                                         

Name on the Card:                                                       Expiration Date:                                               

Signature:                                                                                                                            

 

<Payment by Wire Transfer> Please transfer the payment to the following: 

Bank: MIZUHO BANK (Swift code: MHCBJPJT) 

Branch: Kobunacho Branch (Phone: 81-3-3661-3111) 

Branch code: 105 

Branch Address: 8-1 Nihonbashi-kobunacho, Chuo, Tokyo 103-0024 JAPAN 

Account Number: 105-1653912 

Account Name: Japan Marketing Survey Co., Ltd. 

Please make the payment in 15 business days. (Please transfer the payment the way the amount above will be deposited in our account.) 

*Alternatively, if you simply put the required items above in the main text of an email, we accept your application. (info@jms21.co.jp) 
*We also accept your application through our web site. (https://www.jms21.co.jp/en/publics/index/29/) 



【申込書】 

FAX TO: 03 - 5829 – 3892                                                令和  年  月  日 

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ 殿 

Fan-Out-Panel-Level Package Report 2019 

申込企業名：                                                                  

申込責任者：                                                                      印 

同役職：                                                                    

連絡担当者：                                                                         

同所属：                                                                    

〒         所在地：                                                         

                                                                          

ＴＥＬ：                                 ＦＡＸ：                                 

E-Mail:                                                                                   

申込金額                                                            円(税込み) 

お申し込み頂く時点で、「禁無断転載」及び「第三者への譲渡禁止」をご了承頂いております。 

※上記の必要事項をメール本文に簡単にお書き頂き、info@jms21.co.jp にご送信頂くだけでも、ご注文をお受け致します。 

※また、弊社のウェブサイトからのご注文もお受け致しております。（https://www.jms21.co.jp/publics/index/74/） 


